
2020北京国际半导体与5G应用展览会

产品名称 2020北京国际半导体与5G应用展览会

公司名称 上海烜燊展览服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南虹路5,9,15号7幢534室（注册地
址）

联系电话  15821242351

产品详情

2020北京国际半导体与5G应用展览会

2020年11月30日-12月2日   北京国 家会议中心

主办单位：中国光学工程学会 （CSOE）

支持单位：

中国科学院半导体所          
中国航天科工集团公司          

中国船舶重工集团公司                   中国兵器工业集团公司

中国航天科技集团公司                  
中国航空工业集团公司          

中国电子科技集团公司                  
中国工程物理研究院                 

中科院长春光学精密机械与物理研究所    
中国学上海光学精密机械研究所       

中科院西安光学精密机械研究所           中国计量测试学会

中科学院光电技术研究所                
中国光纤传感技术及产业创新联盟            

中国联合网络通信集团有限公司           中国安全防范产品行业协会



北京航天控制仪器研究所工业控制系统产业联盟

中车青岛四方机车车辆股份有限公司       中国无人机产业创新联盟

中国光谷物联网产业技术创新联盟  
电磁环境效应产业创新战略联盟     

下一代互联网接入系统国 家工程实验室    
青岛海信宽带多媒体技术有限公司         

中国信息通信科技集团有限公司           中航信托股份有限公司

承办单位：北京京京国际展览有限公司     北京宇航会展有限公司

前言

半导体是当今信息技术产业高速发展的源动力，已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落，
是《中国制造2025》的重要组成部分，是实现数字中国和智慧社会发展战略的支撑力量。半导体的机会
和增长来自新兴应用市场！随着人工智能、5G、物联网、智能汽车、智能传感、光电产业、自
动驾驶、智慧医疗、VR/AR、无线充电、屏下指纹、生物识别、工业互
联网、智慧工厂等新兴应用迅猛发展，将为半导体行业带来更大的增长
机会。据预测，到2019年，中国在人工智能的市场规模有望达到500亿
元。一些专用的模拟芯片，以及射频芯片、传感器芯片等应用渗透加 速，各大细分市场，在设备终端和
智能硬件使用数量显著增长驱动下，在高速、宽带、低功耗、高频率及低时延等多项技术需求下，传感
器、 MCU、功率、电源管理、射频、存储等半导体元件将迎来大幅增长。

       

市场推动产业发展，应用引领技术创新。2020北京国际半导体与5G应用展览会是第12届光电子产业博览
会专题展，2020年11月30日-12月2日在北京国  家会议中心召开，展会依托中国光学工程学会强大行业
资源集群效应，吸引了来自国内外的行业翘楚展示其新成果及创新应用案例。总展出面积 3万平米，为
从事集成电路设计、芯片加工、封装测试、半导体专用设备和材料、智能芯片开发与应用集成、智能硬
件设计与制造的海内外厂商及企事业单位搭建了一个展示新技术、新产品、新应用、新品牌，探讨新市
场、新趋势、新政策的综合平台，成为我国制造强国、网络强国等国  家战略的前沿技术阵地和产业风
向标旗帜。本届展会是顺应产业发展的趋势，服务于十几个新兴行业应用。将邀请AI、自动驾驶、物联
网、5G通信、智能终端、智能传感等数十个新兴应用领域龙头芯片半导体企业展示新的解决方式，推动
半导体产业与新兴应用市场有效结合，邀请终端大企业用户参观交流，引 领设计、制造、封测、材料和
设备厂商开展合作与对话，打造热门细分市场和新兴应用终端客户以及半导体产业链紧密合作交流的平
台。

观众群体：

1.航空航天，船舶制造，汽车工程，仪器设备工程技术，通用工程技术，电子电气行业，IT产业，通讯
行业，医疗，化工，石油煤炭、能源、冶金、家电及消费电子（手机、穿戴、移动产品、VR/AR）、汽
车电子、物联网应用、智能家居、智慧养老、智慧城市、物联网应用、高端装备、智能制造、机器人、
无人机、工业自动化、军工电子、轨道、交通、能源化工、5G通信、机器人机床等。

2.国  家级科研院所、高校、研发机构、行业协会、产业联盟、工业园区、高新区、产业基地、孵化器
机构等。

3.国  家有关部委及各省市政府、各驻中国商会、行业协会商会、进出口贸易公司、投融资机构等。



展览范围：

半导体设计、封测、制造产厂商。

原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、
湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；

生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD 、光刻机 、 蚀刻机
、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备
、单晶片沉积系统、清洗设备；

封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机 焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动
化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等：    

测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液
、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、流量控制、石英石墨、碳化硅等；

5G通信：方案、设备、元器件、新材料、应用；

展位费用：

境外展商展位费标准：

一、室内标准展位：4500美元/个，规格3米×3米＝9平方米。

二、室内净地：450美元/平方米，36平方米起租。

国内展商展位费标准：

一、室内标准展位：16000元人民币/个, 规格3米×3米＝9平方米。

二、室内净地：1600元人民币/平方米, 36平方米起租。

标准展位配置：

标准展位配置包括：照明、展架搭建、参展单位楣板制作和安装、两把椅子、一张桌子、一个220V电源
插座。

 

地址：上海市恒飞路733弄23号8楼        

电话：021-59987827

联系人：张铭  15201993739 

邮箱：zdhexpo@126.com

网站：www.semiconexpo.com
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